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^ (57) Abstract: A semiconductor relay (2) comprises an essentially parallelepiped-shaped housing (20) that has a fastening side (3) 
S and four lateral surfaces (4, 5, 6, 7), which are perpendicular thereto, and has a front side (8), which is opposite the fastening side (3). 
S These lateral surfaces and front side serve as connecting sides (4, 5, 6, 7, 8). At least one electrical connecting element (11, 12) and 
at least one mechanical connecting element (19, 24) for connecting a functional module (1), which can be connected to the housing 
O (20), are provided on a number of connecting sides (4, 5, 6, 7, 8). 
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(57) Zusammenfassung: Ein Halbleiterrelais (2) weist ein im Wesentlichen quader-formigen Gehause (20) auf, welches eine Be- 
festigungsseite (3) sowie vier senkrecht zu dieser angeordnete Seitenflachen (4, 5, 6, 7) und eine der Befestigungsseite (3) gegen- 
uberliegende Frontseite (8) als Anschlussseiten (4, 5, 6, 7, 8) hat, wobei an einer Anzahl Anschlussseiten (4, 5, 6, 7, 8) insgesamt 
mindestens ein elektrisches Verbindungselement (11, 12) und mindestens ein mechanisches Verbindungselement (19, 24) zum An- 
schluss ei-nes mit dem Gehause (20) verbindbaren Funkuonsmoduls (1) vorgesehen sind. 



